
Agenda des Erfa-Kreis Treffens
am 18.11.2009 bei WILO.

NachmittagVormittag

13:30 Uhr Betriebsbesichtigung
Hr. Dr. Weiß, WILO

14:30 Uhr Kaffeepause

09:00 Uhr Begrüßung der Teilnehmer
Hr. Dr. Weiß, WILO
Kurzvorstellung neue Mitglieder

14:45 Uhr Zukünftige Organisation des 
Fachkreises
Prof. Franke, Lehrstuhl FAPS

15:30 Uhr Fachkreisarbeit

09:10 Uhr Vorstellung der WILO SE
Hr. Dr. Weiß, WILO

10:00 Uhr Einfluss der europäischen Normen 
auf Elektronik-Produkte und Antriebe 
mit Blick in die Zukunft bis 2017 Ende ca.

15:45 Uhr

mit Blick in die Zukunft bis 2017 
Hr. Dr. Weiß, WILO

10:45 Uhr Kaffeepause
11:15 Uhr Aktuelle Themen der Produktion

- Übersicht der Entwicklung 08/09g
- Materialversorgung bei hoher 

Allokation
- Preise, Lieferzeiten
- Einkauf genauer Stückzahlen oder 

Rollenware
Lagerbestände Lagerung- Lagerbestände, Lagerung 
empfindlicher Bauelemente

- Rüstungsoptimierung für sinkende 
Stückzahlen

- Leiharbeit
- AOI
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12:30 Uhr Mittagessen



11:15 - Diskussion der aktuellen
Themen der Produktion.

Übersicht der Entwicklung 08/09

 Sichere Materialversorgung bei zunehmender Allokation -
Strategien, Verträge, Lagerbestände, … (Hr. Schmauch)

 Entwicklung der Preise und Lieferzeiten (Hr Richter) Entwicklung der Preise und Lieferzeiten (Hr. Richter)

 Einkauf genauer Stückzahlen oder Rollenware (Hr. Richter)

 Lagerbestände, Lagerung empfindlicher Bauelemente Lagerbestände, Lagerung empfindlicher Bauelemente 
(Hr. Richter)

Rüstungsoptimierung für sinkende Stückzahlen (Hr. Grimm)

 Erfahrung mit Leiharbeit (Dr. Weiß)

 Erfahrung mit AOI bei SMD/Reflow & Verbesserungspotenziale 
(Hr Toop)(Hr. Toop) 
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ETAC (European Test Application Center):
Ein Verbund von Hochschulen und Industrie.

 Die Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit eines mechatronischen Systems kann aufgrund der 
gestiegenen Komplexität zunehmend nur noch ganzheitlich beurteilt werden. Das ETAC soll g g p g
diesem interdisziplinären Ansatz gerecht werden. Geplant ist die Zusammenführung 
mechatronikspezifischer Kompetenzen unter einem Dach.

 Die Arbeiten des ETAC sollen sich in folgende Bereiche gliedern:
 ETAC-I: IC-Test und Qualifizierung

 ETAC-II: Test und Qualität elektronischer Baugruppen und mechatronischer Systeme

 ETAC-III: Qualitätssicherungslabor und Zertifizierungen

 Das ETAC soll durch einen Verbund aus Industrie und Hochschule getragen werden. Gemäß 
der finanziellen Beteiligung können Anlagen und Systeme des ETAC für Industrie- oder 
Entwicklungsaufträge in Anspruch genommen werden.

 Auf Basis der Rückmeldungen aus dem EPM-Kreis zu folgenden Fragestellungen soll das Auf Basis der Rückmeldungen aus dem EPM-Kreis zu folgenden Fragestellungen soll das 
Potenzial des Geschäftsmodells bewertet werden:
 Welche Aktivitäten der Prozess- und Produktqualifikation für elektronische und mechatronische Systeme 

verfolgen Sie bereits? Welche Anlagen und Systeme stehen Ihnen hierzu in Ihrem Haus zur Verfügung?

 Mit welchen Fragestellungen wenden Sie sich an externe Unternehmen oder Institute? Welche 
Fragestellungen würden Sie gerne an externe Unternehmen oder Institute abtreten?
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Material, Prozess- und Produktqualifikation
am Lehrstuhl FAPS.

Materialqualifikation Digitalmikroskop Optisches Koordi-
natenmesssystem

 Substrate

Aktuelle Schwerpunkte:

 Metallisierungshaftung aufSubstrate

 Bauelemente

 Lotpasten

Metallisierungshaftung auf 
Thermoplasten und Folien

 Verarbeitbarkeit von 
Lotpasten im SMT-Prozess

 Bewertung alternativer 
Bauelementpackages

Prozessqualifikation 3D-Pastendruck-
inspektion

Scher- und Pull-
tester

Aktuelle Schwerpunkte:

p g

inspektion tester
 Medienauftrag

 Bestücken

 Reflowlöten

 SPC Schablonendruck

 Bestückung drei-
dimensionaler Baugruppen

 Reflowlöten komplexer 
Baugruppen mit großen 
th i h M

Produktqualifikation Schwingerreger mit
T t k

Temperaturschock-
h k

Aktuelle Schwerpunkte:

thermischen Massen

 Industrieelektronik

 Automobilelektronik

 Medizin-
elektronik

Temperaturkammer schrank
 Zuverlässigkeitsbewertung 

für mechatronische 
Systeme

 Strategien zur Bewertung 
der Zuverlässigkeit

Reinhardt   |    Erfa-Kreis bei WILO am 18.11.2009 4

 Robustness Validation 



Aktuelle Aktivitäten am Lehrstuhl FAPS
am Beispiel ausgewählter Projekte.

 Materialqualifikation
 Bewertung der Druckbarkeit von Lotpasten mit unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen (Pulvertyp Bewertung der Druckbarkeit von Lotpasten mit unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen (Pulvertyp, 

Metallgehalt, Nassklebekraft, Thixotropie)

 Beurteilung der Benetzungsfähigkeit von Anschlussflächen unterschiedlicher Bauelementpackages

 Vermessung der Registrierung des Lötstopplacks auf Fine-Pitch-Leiterplatten

 Prozessqualifikation
 Konzept zur Beurteilung der Prozessfähigkeit des Schablonendrucks auf Basis geeigneter 

Prozessfähigkeitsindizes

 Einsatz nanobeschichteter SMT-Druckschablonen für den Druckprozess

 Bewertung des Reflowprozesses unter Verwendung alternativer Prozessgase im Lötofen

 Produktqualifikation
 Konzept zur Beurteilung der Zuverlässigkeit mechatronischer Systeme

 Charakterisierung der Vibrationsbeständigkeit mechatronischer Baugruppen

 Bewertung alternativer Verfahren der Umweltsimulation
(sequentielle und kombinierte Verfahren zur Produktqualifikation)( q q )
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VDI|VDE|IT Verbundprojekt ParaObsol:
Heilmittel für den Obsoleszenzfall bei langlebigen Investitionsgütern

Ausgangssituation:
Die Verfügbarkeit elektronischer Komponenten ist aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik g p g g y
oftmals deutlich kürzer als die Lebensdauer vieler langlebiger Investitionsgüter.

Verbundprojekt ParaObsol: 
Verfahren, Methoden und Systeme zur Begegnung des Obsoleszenzproblems

Festlegen der 
S h itt t ll

Nachbildung der 
l kt i h

Realisierung 
durch neuartige Automatisierte Analyse der 

Verfahren, Methoden und Systeme zur Begegnung des Obsoleszenzproblems

Schnittstellen 
und der 

Spezifikationen

elektronischen 
Funktionalität
(Black Box)

g
Komponenten 
und Integration 

in die Baugruppe

Testverfahren 
(HIL-TEST)

y
Systeme und 
Komponenten

Aufstellen eines grundlegen-
den Entscheidungsmodells 
zur Strategiewahl im 
Obsoleszenzfall

Verfahren zum zuverläs-
sigen Austausch von obso-
leten Funktionsgruppen auf 
LeiterplattenebeneObsoleszenzfall Leiterplattenebene

Online-Fragebogen
als Basis für ein praxisrelevantes

Nutzung der 
Kompetenzen
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als Basis für ein praxisrelevantes 
Entscheidungsmodell

Kompetenzen 
und Erfahrung 



15:30 - Fachkreisarbeit
Termin und Ort des nächsten Treffens.

Mögliche Orte:

Heidelberger Druckmaschinen

 BuS Elektronik

 Schlafhorst Electronics

Mögliche Termine:

21 04 2010 (H M ) 21.04.2010 (Hannover Messe)

 28.04.2010

 05 05 2010 05.05.2010

 12.05.2010

 Themen? AOI Themen? AOI
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